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) Transportvorrichtung fur Substrate 

Es handelt sich um eine Transportvorrichtung fur Substra- 
te (16). Die Transportvorrichtung (10) hat einen Flusstgkeits- 
film (15), der langs einer Oberflache stromt und dabei die 
Substrate (16) tragt und transportiert. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Transportvorrichtung for 
vorzugsweise flache Substrate. Eine solche Transport- 
vorrichtung kann vorzugsweise innerhalb und zwischen 5 
Behandlungsanlagen fur flache Substrate angewendet 
werden. Sie ist besonders in solchen Behandlungsanla- 
gen von Vorteil, in denen hochreine nasse Prozesse un- 
ter Verwendung von Wasser, insbesondere hochreinem 
Wasser, oder flflssigen Chemikalien an solchen Substra- 10 
ten ablaufen. Dabei ist es meist wichtig, daB die Sub- 
stra toberflachen zu keinem Zeitpunkt abtrocknen, da 
dadurch die Oberflachenreinheit der Substrate einge- 
schrankt werden kdnnte. 

AuBerdem mflssen die Transportvorgange so ablau- 15 
fen, daB die Substrate dabei weder erschuttert noch 
verschmutzt werden. 

Eine Aufgabe der Erfindung wird deshalb darin gese- 
hen, die bekannten Transportvorrichtungen dieser Art 
im Hinblick auf die vorgenannten Kriterien zu verbes- 20 
sem. 

Nach der Erfindung wird diese Aufgabe bei einer ein- 
gangs genannten Transportvorrichtung dadurch geldst, 
daB die Substrate auf einem FlOssigkeitsfilm getragen 
und entlang dessen Stromung transportiert werden. 25 

Dabei geht man mit besonderem Vorteil so vor, daB 
die FlOssigkeit von unten durch schrage Offnungen in 
einer Platte nach oben strdmt, auf die Oberflache der 
Platte ausstromt und dort einen im wesentlichen gleich- 
formigen Film bildet, der in Richtung der Steigung die- 
ser Offnungen auf der Platte entlangstromt 

Mit besonderem Vorteil werden die schragen Boh- 
rungen in der Platte von einem Raum oder einer Mehr- 
zahl von RSumen unterhalb der Platte mit FlOssigkeit 
versorgt, wobei dieser Raum oder diese Raume mit ei- 
nem entsprechenden FlOssigkeitsdruck beaufschlagt 
sind 

Mit besonderem Vorteil werden ferner entlang der 
gelochten Platte seitliche Kanten oder dergleichen vor- 
gesehen, die zusammen mit der Platte eine Art Rinne 
bilden, innerhalb deren das Substrat wahrend seiner — 
vorzugsweise horizontalen - Bewegung sicher gefuhrt 
wird. Diese seitlichen Kanten werden mit besonderem 
Vorteil nicht vollkommen geschlossen ausgebildet, so 
daB die FlOssigkeit durch sie hindurch in eine geeignete 
Auffangrinne oder dergleichen abstramen kann, ohne 
daB die Funktion der seitlichen Kanten als FQhrungen 
eingeschrinkt wird. 

Weiterhin hat es sich als besonders vorteilhaft erwie- 
sen, die Substrate wahrend des Transportvorgangs zu- 
satzlich mit derselben FlOssigkeit, die den Flussigkeits- 
film bildet, von oben zu besprOhen, da dadurch an jedem 
Punkt der Substratoberflache eine Trocknung verhin- 
dert wird. 

Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Weiterbildun- 
gen der Erfindung ergeben sich aus dem im folgenden 
beschriebenen und in der Zeichnung dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispiei, sowie aus den UnteransprOchen. Es 
zeigt: 

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Teil- 
stOcks einer erfindungsgemaBen Transportvorrichtung, 
teilweise im Schnitt dargestellt; auf der Transportvor- 
richtung ist ein Substrat dargestellt, das gerade trans- 
portiert wird, 

Fig. 2 einen Langsschnttt durch die Transportvorrich- 
tung der Fig. 1, 

Fig. 3 einen Querschnitt durch die Transportvorrich- 
tung der Fig. 1, 
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Fig. 4 eine vergrdBerte Einzelheit der Darstellung 
nach Fig. 2, mit zusatzlichen Informationen zum Stei- 
gungswinkel der PlattenSffnungen, und 

Fig. 5 ein Schema einer Filtrations-Rtickf Ohrungsein- 
heit fOr die bei der Transportvorrichtung verwendete 
FlOssigkeit 

In Fig. 1 ist ein TeilstQck einer erfindungsgemaBen 
Transportvorrichtung 10 perspektivisch dargestellt 
Fig. 2 zeigt einen Langsschnitt durch diese Vorrichtung 
10 etwa in deren Mitte, und Fig. 3 einen Querschnitt 
durch die Vorrichtung 10. 

Beispielsweise in der Halbleitertechnik mussen Sub- 
strate, typisch in Form von flachen Scheiben (vgL die 
Scheibe 16 der Fig. \\ zwischen verschiedenen Steilen 
einer Anlage transportiert werden. Solche Scheiben 16 
kdnnen z. B. aus Silizium bestehen und haben heute ty- 
pisch einen Durchmesser von 200 mm, doch kann dieser 
Durchmesser auch grdBer sein und z. B. 300 mm betra- 
gen. 

Bei der Fertigung werden solche Substrate 16 NaBbe- 
handlungen unterzogen. Sie werden z. B. gereinigt oder 
geatzt, und sie mOssen zwischen den Steilen transpor- 
tiert werden, an denen solche NaBbehandlungen erfol- 
gen. Dabei ist es meistens wichtig, daB hierbei die Ober- 
fiachen dieser Substrate 16 zu keinem Zeitpunkt ab- 
trocknen, da hierdurch die Reinheit der Oberfiachen 
dieser Substrate verringert wOrde. Eine erfindungsge- 
mafle Transportvorrichtung 10 dient also bevorzugt 
zum Transport im Bereich solcher NaBbehandlungen. 
30 Die dargestellte Transportvorrichtung 10 weist eine 
gelochte Platte 11 auf. Diese hat eine Vielzahl von 
schragen Bohrungen 12 mit jeweils gleichen Durchmes- 
sern, z. B. von wenigen Millimetern. Diese Bohrungen 12 
sind in einem gleichmaBigen Raster in der Platte 11 
35 angeordnet, z. B, mit einem Abstand von einigen Milli- 
metern voneinander. Unterhalb der Platte 11 ist ein 
Raum 13 vorgesehen, der im Betrieb der Transportvor- 
richtung 10 mit einer geeigneten FlOssigkeit unter Ober- 
druck gefOUt wird. Dieser Raum 13 ist mit AnschluBvor- 
40 richtungen 14 versehen, an welche Schlauche oder Roh- 
re angeschlossen werden, die diesen Raum 13 mit unter 
Druck stehender FlOssigkeit versorgen. Durch den im 
Raum 13 dann herrschenden Oberdruck wird die FlOs- 
sigkeit durch die Bohrungen 12 hindurchgedrflckt, tritt 
45 an der Oberseite der Platte 11 aus diesen Bohrungen 12 
aus und formt auf der Oberseite der Platte 11 einen 
Flussigkeitsfilm 15, der in horizontaler Richtung entlang 
der Oberseite der Platte 11 strdmt Statt der Bohrungen 
12, oder zusatzlich zu ihnen, kdnnten alternativ auch 
50 entsprechende schrage Schiitze vorgesehen werden. 
Auf dem Wasserfilm 15 und von ihm wird das Sub- 
strat 16 getragen. Die Austrittsgeschwindigkeit der 
FlOssigkeit aus den Bohrungen sorgt dafOr, daB das Sub- 
strat 16 nicht absinkt und die Oberflache der Platte 11 
55 nicht berOhrt Dies ist fflr den Transport solcher Sub- 
strate 16 wichtig, da bei Reibungen zwischen dem Sub- 
strat 16 und anderen Oberfiachen Partikel entstehen, die 
das Substrat 16 verschmutzen. Dies fOhrt in der Halblei- 
terfertigung und ahnlichen Produktionsprozessen zu ei- 
60 ner Verschlechterung der ProzeBergebnisse und zu 
AusschuB. Ein besonderer Vorteil der Erfindung liegt 
darin, daB das Schwimmen des Substrats 16 auf dem 
Wasserfilm 15 einen auBerordentlich schonenden 
Transport gewahrleistet, wahrend dessen das Substrat 
6s 16 nur mit einem Medium in BerOhrung kommt, mit dem 
es im Zuge des Prozesses ohnehin in BerOhrung kom- 
men muB. Dadurch wird die Verschmutzungsgefahr we- 
sentlich verringert 
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Die FlQssigkeit stromt nach ihrem Austritt aus den 
Bohrungen 12 in Form eines dOnnen Filmes 15 auf der 
Oberflache der Platte 11 zunachst in Richtung der Boh- 
rungen 12 der Platte 1 1. Dies ist durch kleine Pfeile 17 in 
Fig. 2 angedeutet Die Geschwindigkeit der LSngsstro- 5 
mung hUngt u. a. von dem Steigungswinkel alpha der 
Bohrungen 12 in der Platte 11 ab. Dieser Steigungswin- 
kel alpha (Fig. 4) kann dem Anwendungsfall angepaflt 
werden und damit etwa zwischen wenig Ober 0° (sehr 
flache Steigung, hohe Strdmungsgeschwindigkeit in to 
Ungsrichtung der Platte 11) und 90° (sehr steile Stei- 
gung, keine Geschwindigkeit in Richtung der Platten- 
langsachse) variieren. In den Fig. 2 und 4 ist beispielhaft 
eine Steigung alpha von etwa 45° dargestellt Die Flfls- 
sigkeit strdmt durch seitliche Rinnen 18 wieder von der 15 
Platte 1 1 ab. Deshalb strdmt der Flussigkeitsfilm insge- 
samt leicht schrag Ober die Platte 11, wie das durch die 
Pfeile 19 in Fig. 1 angedeutet ist 

Fur die Transportrichtung des Substrats 16 ist jedoch 
ausschlieBlich die Bewegungskomponente der Flussig- 20 
keit in L&ngsrichtung der Platte 1 1 verantwortlica Die 
seitlichen Komponenten heben sich im wesentlichen 
auf, da die FlQssigkeit etwa zu gleichen Teilen nach 
rechts und nach links von der Platte 11 abstrdmt Das 
Substrat 16 bewegt sich deshalb in Richtung des in den 25 
Fig. 1 und 2 dargestellten Pfeiles 22. Zusatzlich sind klei- 
ne seitliche Kanten 20 als Fflhrungen entlang der Platte 
11 angebracht die das Substrat 16 auf der Platte 11 
fuhren, auch wenn es seitlich abdriften sollte. Diese seit- 
lichen Kanten 20 sind in Fig. 1 nicht durchgehend, son- 30 
dern in Form von Zinnen, ahnlich denen einer Burg, 
dargestellt, wobei diese Zinnen zwischen sich weniger 
hohe Lucken 20' haben, durch welche die FlQssigkeit — 
nach Art eines Wehrs — in die seitlichen Rinnen 18 
abstrdmen kann. Diese FlQssigkeitsdurchiassigkeit kann 35 
jedoch beispielsweise auch dadurch realisiert werden, 
daB in den seitlichen Kanten 20 entsprechende Locher 
(nicht dargestellt) vorgesehen werden. 

FQr bestimmte Anwendungsf&lle ist es von besonde- 
rem Vorteil, wenn das Substrat 16 wahrend des Trans- 40 
portvorgangs zusatzlich von oben mit derselben FlQs- 
sigkeit besprflht wird, auf der es auch getragen wird. 
Dazu dienen die in den Fig. 2 und 3 dargestellten Sprflh- 
dusen 25, die Ober eine Flussigkeitsleitung 21 mit Flus- 
sigkeit versorgt werden. Dadurch trocknet das Substrat 45 
16 wahrend des Transportvorgangs an keiner Steile sei- 
ner Oberflache. Dies kann beispielsweise zwischen den 
verschiedenen Behandlungsschritten innerhalb eines 
Reinigungsprozesses von entscheidender Bedeutung fur 
das Reinigurigsergebnis seia Sobald namiich eine Ober- 50 
flache des Substrats 16 unkontrolliert abtrocknet, haften 
die zuvor in dem Flussigkeitsfilm enthaltenden Partikel 
mit groBer Kraft auf dieser Oberflache fest und ver- 
schlechtern dadurch das Reinigungsergebnis. 

Eine Steigerung sowohl der Wirtschaftlichkeit als 55 
auch der Reinheit des Transportvorgangs ist erreichbar, 
indem die verwendete FlQssigkeit nach dem Abstrflmen 
von der Platte 11 durch einen geeigneten Filter geleitet 
und anschlieOend der Transportvorrichtung 10, dh. 
dem Raum 13 unterhalbder Platte 11, wieder zugefGhrt 60 
wird Eine entsprechende Anordnung ist beispielhaft in 
Fig. 5 dargestellt Dabei wird die FlQssigkeit aus den 
seitlichen Ablaufrinnen 18 Ober Leitungen 26 einer 
Pumpe 23 zugefOhrt und von dort durch einen Partikel- 
filter 24 wieder in den Raum 13 gepumpt Dadurch wird 65 
diese FlQssigkeit stSndig gereinigt und eine sehr hohe 
Reinheit des Transportvorgangs wird gesichert Als 
FlQssigkeit wird gewdhnlich deionisiertes Wasser ver- 



wendet, doch sind auch andere FlUssigkeiten nicht aus- 
geschlossea 

NaturgemaB sind im Rahmen der Erfindung vielfache 
Abwandlungen und Modifikationen mdglica 

PatentansprOche 

1. Transportvorrichtung fur vorzugsweise flache 
Substrate (16), dadurch gekennzeichnet daB diese 
Substrate (16) auf einem Ftfissigkeitsfilm (15) getra- 
gen und entlang dessen Strdmung transportiert 
werdea 

2. Transportvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet daB der Flussigkeitsfilm (15) auf 
der Oberflache einer Platte (1 1) vorgesehen ist 

3. Transportvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Platte (11) vor- 
gesehen ist welche schrftge Offnungen (12) zum 
DurchlaB einer Flussigkeit aufweist 

4. Transportvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet daB die Offnungen (12) im 
wesentlichen zylindrisch ausgebildet sind. 

5. Transportvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet daB die Offnungen schlitzformig 
ausgebildet sind 

6. Transportvorrichtung nach einem oder mehreren 
der Anspruche 3-5, dadurch gekennzeichnet daB 
unterhaJb der Platte (11) mindestens ein Raum (13) 
vorgesehen ist Qber welchen den schr&gen Offnun- 
gen (12) FlQssigkeit zufQhrbar ist 

7. Transportvorrichtung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet daB im Seitenbereich der Platte (11) min- 
destens ein AbfluB (18) fQr die Flussigkeit vorgese- 
hen ist 

8. Transportvorrichtung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet daB in der Zufuhr for die FlQssigkeit eine 
Filtrationsvorrichtung (24) vorgesehen ist 

9. Transportvorrichtung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Platte (11) seitliche Kanten (20) 
zur Fuhrung des Substrats (16) aufweist 

10. Transportvorrichtung nach Anspruch 9, da- 
durch gekennzeichnet dafi im Bereich der seitli- 
chen Kanten (20) mindestens ein FIQssigkeitsdurch- 
laB (20') vorgesehen ist 

11. Transportvorrichtung nach einem oder mehre- 
ren der vorhergehenden AnsprQche, dadurch ge- 
kennzeichnet daB oberhalb der Transportvorrich- 
tung (10) eine Spruhvorrichtung (21, 25) zum Be- 
spruhen der Substrate (16) mit FlQssigkeit vorgese- 
hen ist 
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